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本課程旨在培養學生掌握先進製程數位晶片設計的後段流程，涵蓋從自動佈局繞
線 (APR) 到晶片製作與量測的完整設計與實作過程。課程內容將結合理論與實
務，讓學生熟悉佈局繞線 (P&R)、模擬驗證、設計實體驗證 (DRC/LVS)、寄生參
數提取 (RC Extraction)、晶片量測等關鍵技術，並提供業界主流EDA工具的實
作訓練。

 自動佈局繞線
 模擬驗證
 設計實體驗證 (DRC/LVS)
 EDA工具使用
 晶片量測考量  Automatic Place and Route (APR)  
 Simulation and Verification  
 Physical Verification (DRC/LVS)  
 EDA Tool Usage  
 Chip Measurement Considerations

自編教材

自編教材

講授 Lecture：0%

分組討論 Group discussion：0%

案例研討 Case study：0%

操做練習 Practical exercises：0%

講授 Lecture：%

Spring 2026 NTUST Course Outline

2026/5/5

授課教師：馬奕葳,
郭政謙,陳元賀,曾
德峰,黃顗融,黃騰
毅

Instructor:YIWEI MA,Cheng-
Chien Kuo,Yuan-Ho 
Chen,Der-Feng Tseng,Yi 
Long Huang,Teng-Yi Huang

課程名稱：論文研討(二)

Course Title：Seminar(II)
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